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�  Rauheit

�  Stufenhöhe

�  Profil, Kontur

�  Schichtdicke

�  Pitch, Trench

�  TTV (Total Thickness Variation)

�  Bumps

�  3D Topographie

�  Bow, Warp

�  Koplanarität

�  Parallelität

�  Winkel

�  CD (Critical Dimensions)

Zerstörungsfreie Multisensor-Messtechnik
für die Analyse von Oberflächen

� Halbleiter/Mikroelektronik

� MEMS/Mikrostrukturtechnik

� Photovoltaik/Solar

� Optik

� Automotive

Zielbranchen

MicroSpyMicroSpyMicroSpyMicroSpy® ® ® ® TopoTopoTopoTopo
Konfokalmikroskop

MicroProfMicroProfMicroProfMicroProf® ® ® ® MultisensorMultisensorMultisensorMultisensor    

Multisensor Messgerät

MicroProfMicroProfMicroProfMicroProf® ® ® ® MultisensorMultisensorMultisensorMultisensor
Production ToolProduction ToolProduction ToolProduction Tool    

Multisensor Messgerät für 
die Produktionsumgebung

MicroProfMicroProfMicroProfMicroProf® ® ® ® MFEMFEMFEMFE    

Multisensor Bridgetool für die umfassende 
vollautomatische Inspektion von 200 und 300 mm Wafern. 
Ausgestattet mit Klasse 1 EFEM und SECS/GEM.

Messaufgaben

MicroProfMicroProfMicroProfMicroProf® ® ® ® MFE TTVMFE TTVMFE TTVMFE TTV
Vollautomatisches Multisensor Messgerät
für die TTV Wafer Inspektion
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Ra: 1.257 µm
Rq: 1.527 µm
Rz(ISO):  9.082 µm
Rz(DIN): 8.371 µm
Rmax: 10.098 µm
Rp: 4.587 µm
Rv: 5.519 µm
Rt: 10.106 µm
Rsk: 0.403

Rku: 2.647
RPc: 94.392/cm
Rk:  3.792 µm
Rpk:  1.775 µm
Rvk:  0.944 µm
Mr1:      17.311 %
Mr2:      95.928 %
V0:       0.019 µm³/µm²
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